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Encapsulamento das MemóriasEncapsulamento das Memórias
•• EncapsulamentoEncapsulamento éé oo nomenome queque sese dádá aoao formatoformato
físicofísico dosdos chipschips..

•• OsOs antigosantigos chipschips dede memória,memória, dada épocaépoca dodo PCPC--
XTXT usavamusavam umum encapsulamentoencapsulamento dodo tipotipo DIPDIP..
EsteEste encapsulamentoencapsulamento tambémtambém éé muitomuito comumcomum
emem chipschips dede memóriamemória ROMROM usadosusados nasnas placasplacas--
mãemãe..

•• AA seguirseguir osos principaisprincipais tipostipos dede encapsulamentoencapsulamento
parapara chipschips dede memóriamemória..
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória

•• DIPDIP (Dual(Dual InIn--lineline Package)Package) –– QuandoQuando sese falafala
emem chipschips dede computador,computador, normalmentenormalmente aa
primeiraprimeira imagemimagem queque sese fazfaz emem nossanossa mentemente éé dede
umum dispositivodispositivo retangularretangular comcom umum montemonte dede
“perninhas”“perninhas” emem doisdois dede seusseus ladoslados.. EsteEste éé oo
encapsulamentoencapsulamento DIPDIP ee queque hojehoje emem diadia jájá estáestá
caindocaindo emem desusodesuso..
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória

•• SOJSOJ (Small(Small OutlineOutline JJ--Lead)Lead) –– EsteEste
encapsulamentoencapsulamento temtem esteeste nomenome porqueporque asas
perninhasperninhas dodo chipchip sese dobramdobram emem formaforma dede “J”“J”..
EsteEste chipchip nãonão dede encaixaencaixa.. AoAo invésinvés dissodisso éé
montadomontado numnum processoprocesso maismais parecidoparecido comcom umauma
“colagem”“colagem” dodo chipchip ee muitomuito usadousado atualmenteatualmente
nasnas placasplacas dede circuitocircuito.. EsteEste processoprocesso éé chamadochamado
dede tecnologiatecnologia dede montagemmontagem emem superfíciesuperfície
(SMT)(SMT)..
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória

•• TSOPTSOP (Thin(Thin SmallSmall OutlineOutline Package)Package) –– NoNo
EncapsulamentoEncapsulamento TSOP,TSOP, oo chipchip temtem umauma
espessuraespessura muitomuito pequena,pequena, bembem menormenor queque aa dodo
chipchip comcom encapsulamentoencapsulamento SOJSOJ.. FoiFoi usadousado pelapela
primeiraprimeira vezvez emem cartõescartões dede memóriamemória parapara
notebooksnotebooks..
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória

•• sTSOPsTSOP (Shrink(Shrink ThinThin SmallSmall OutlineOutline Package)Package) ––
UmaUma variaçãovariação dodo encapsulamentoencapsulamento TSOPTSOP comcom aa
metademetade dede seuseu tamanhotamanho.. PermitePermite maismais memóriamemória
emem menosmenos espaçoespaço..
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória

•• CSPCSP (Chip(Chip ScaleScale Package)Package) –– AoAo contráriocontrário dosdos
encapsulamentosencapsulamentos jájá apresentadosapresentados oo CSPCSP nãonão usausa
pinospinos parapara sese conectarconectar aoao PCBPCB.. AoAo invésinvés dissodisso
eleele possuipossui pequenaspequenas esferasesferas dede metalmetal emem suasua
parteparte inferiorinferior.. EsteEste padrãopadrão dede encaixeencaixe éé chamadochamado
dede BGABGA (Ball(Ball GridGrid Array)Array).. AsAs memóriasmemórias dodo tipotipo
RDRAMRDRAM ee DDRDDR--IIII usamusam esteeste tipotipo dede
encapsulamentoencapsulamento..
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória

•• EmpilhamentoEmpilhamento dede chipschips

–– OO empilhamentoempilhamento dede chipschips éé usadousado parapara conseguirconseguir
chipschips comcom quantidadesquantidades dede memóriamemória maioresmaiores.. PodePode
serser internointerno ouou externoexterno.. NosNos empilhamentosempilhamentos externosexternos
podemospodemos verver claramenteclaramente osos chipschips umum emem cimacima dodo
outrooutro.. JáJá nono empilhamentoempilhamento internointerno istoisto nãonão éé
possívelpossível..
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Encapsulamento chip de MemóriaEncapsulamento chip de Memória
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Processo de Acesso a MemóriaProcesso de Acesso a Memória

•• SeráSerá vistovisto agoraagora oo detalhamentodetalhamento dede comocomo oo
processadorprocessador acessaacessa aa memóriamemória parapara obterobter asas
informaçõesinformações dede queque precisaprecisa.. AlgumasAlgumas definiçõesdefinições
sãosão úteisúteis comocomo::
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Processo de Acesso a MemóriaProcesso de Acesso a Memória
–– CPUCPU –– ComoComo jájá foifoi vistovisto éé oo principalprincipal componentecomponente
dodo PCPC ee centralizacentraliza todostodos osos processosprocessos queque ocorremocorrem
nana máquinamáquina..

–– ChipsetChipset –– ÉÉ oo principalprincipal componentecomponente dada placaplaca--mãemãe..
NormalmenteNormalmente éé compostocomposto porpor doisdois chipschips principaisprincipais::
OO controladorcontrolador dede memóriamemória (chamado(chamado tambémtambém dede
““NorthbridgeNorthbridge”)”) ee oo ControladorControlador dede barramentobarramento

(chamado(chamado tambémtambém dede ““SouthbridgeSouthbridge”)”).. ÉÉ oo chipsetchipset
queque fazfaz aa interfaceinterface entreentre oo processadorprocessador oo restoresto dosdos
componentescomponentes dada placaplaca--mãemãe
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Processo de Acesso a MemóriaProcesso de Acesso a Memória
••
–– ControladorControlador dede memóriamemória (“Northbridge”)(“Northbridge”) –– ÉÉ
responsávelresponsável pelapela comunicaçãocomunicação entreentre CPUCPU ee memóriamemória
RAMRAM

–– BarramentoBarramento –– SãoSão viasvias dede comunicaçãocomunicação entreentre
componentescomponentes distintosdistintos.. OO BarramentoBarramento Frontal,Frontal,
conectaconecta oo processadorprocessador comcom oo controladorcontrolador dede
memóriamemória.. OO BarramentoBarramento dede memóriamemória conectaconecta oo
controladorcontrolador dede memóriamemória comcom aa memóriamemória RAMRAM..
ExistemExistem outrosoutros barramentosbarramentos nono micro,micro, taistais comocomo
BarramentoBarramento PCI,PCI, AGP,AGP, etcetc..
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Processo de Acesso a MemóriaProcesso de Acesso a Memória
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória

•• ExistemExistem diferentesdiferentes formatosformatos parapara osos módulosmódulos dede
memóriamemória.. AlémAlém disso,disso, osos chipschips dede memóriamemória
destesdestes módulosmódulos tambémtambém podempodem possuirpossuir
tecnologiastecnologias diferentesdiferentes.. ÉÉ bastantebastante comumcomum asas
confundirconfundir formatosformatos dede módulosmódulos (SIMM,(SIMM, DIMM,DIMM,
etcetc..)) comcom aa tecnologiatecnologia dasdas memóriasmemórias queque osos
compõescompões (FPM,(FPM, EDO,EDO, SRAM,SRAM, etcetc..))
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória

•• OsOs formatosformatos dosdos módulosmódulos dede memóriamemória sãosão
padronizadospadronizados ee estabelecidosestabelecidos porpor organismosorganismos
internacionaisinternacionais.. AA razãorazão parapara termostermos módulosmódulos dede
formatosformatos diferentesdiferentes éé simplessimples:: àà medidamedida queque aa
tecnologiatecnologia dosdos chipschips queque compõecompõe oo módulomódulo
avançaavança éé necessárionecessário fazerfazer umauma atualizaçãoatualização dada
formaforma dodo módulomódulo dede modomodo queque esteeste possapossa
desempenhardesempenhar melhormelhor suassuas funçõesfunções..
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória

•• FormatoFormato SIPPSIPP (Single(Single InlineInline PinPin Package)Package)
–– OO módulomódulo SIPPSIPP foifoi aa primeiraprimeira idéiaidéia dede sese criarcriar umum
módulomódulo maismais fácilfácil dede manipularmanipular osos chipschips dede memóriamemória
dodo formatoformato DIPDIP queque existiamexistiam nana épocaépoca.. Porém,Porém,
continuavacontinuava aa usarusar asas “perninhas”“perninhas” presentespresentes nosnos chipschips
dede memóriamemória dodo formatoformato DIP,DIP, apesarapesar dosdos chipschips dede
memóriamemória estaremestarem fixadosfixados aa umauma placaplaca.. PorPor nãonão terter
umum manuseiomanuseio simplessimples eleele foifoi logologo substituídosubstituído porpor umum
formatoformato maismais interessanteinteressante batizadobatizado dede SIMMSIMM..

22

Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória

•• SIMM(SingleSIMM(Single InlineInline MemoryMemory ModuleModule ))::

–– EmEm umum módulomódulo SIMMSIMM osos chipschips dede memóriamemória sãosão
fixadosfixados emem umum PCBPCB (placa(placa dede circuito)circuito) retangularretangular
queque possuipossui umum filafila dede contatoscontatos elétricoselétricos dispostosdispostos
simetricamentesimetricamente nosnos doisdois ladoslados dodo PCBPCB.. Mas,Mas, nono
módulomódulo SIMM,SIMM, oo contatocontato elétricoelétrico dede umum ladolado éé
exatamenteexatamente igualigual aoao dodo outrooutro ladolado..
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória

•• OsOs módulomódulo SIMMSIMM dede 3030 viasvias sãosão capazescapazes dede
fornecerfornecer gruposgrupos dede 88 bitsbits dede cadacada vezvez parapara aa
CPUCPU.. AssimAssim dependendodependendo dodo processadorprocessador sãosão
necessáriosnecessários 22,, 44 ee atéaté oitooito módulosmódulos SIMMSIMM parapara
comporcompor umum bancobanco dede memóriamemória.. SeSe umum dosdos
módulosmódulos estiverestiver faltandofaltando ouou queimadoqueimado oo bancobanco
nãonão seráserá “enxergado”“enxergado” pelopelo oo processadorprocessador..

26

Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória
•• ParaPara facilitarfacilitar aa vidavida dede quemquem instalavainstalava memóriamemória
nosnos micro,micro, foifoi criadocriado oo módulomódulo SIMMSIMM dede 7272 viasvias
(ou(ou “pinos”)“pinos”).. EsseEsse modulomodulo éé capazcapaz dede fornecerfornecer
3232 bitsbits dede cadacada vezvez parapara aa CPUCPU.. AssimAssim umum
bancobanco dede memóriamemória parapara processadoresprocessadores 386386 ouou
486486 éé compostocomposto dede apenasapenas 11 módulomódulo dede
memóriamemória SIMMSIMM dede 7272 viasvias.. MasMas sese processadorprocessador
forfor dada classeclasse PentiumPentium ouou superiorsuperior sãosão
necessáriosnecessários doisdois módulosmódulos SIMMSIMM dede 7272 vias,vias, poispois
estesestes processadoresprocessadores acessamacessam aa memóriasmemórias emem 44
bitsbits..
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória

•• DIMMDIMM (Dual(Dual InlineInline MemoryMemory Module)Module)
–– DiferenteDiferente dosdos módulosmódulos SIMMSIMM ondeonde osos contatoscontatos dosdos
doisdois ladoslados dodo módulomódulo erameram iguais,iguais, nono módulomódulo
DIMMDIMM esteeste contatoscontatos sãosão independentesindependentes.. IstoIsto exigiuexigiu
queque osos soquetessoquetes ondeonde osos módulosmódulos sãosão encaixadosencaixados nana
placaplaca--mãemãe fossemfossem redesenhadosredesenhados..



15

29

Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória

•• OsOs módulosmódulos DIMMDIMM sãosão capazescapazes dede transferirtransferir 6464
bitsbits dede cadacada vezvez parapara oo processadorprocessador.. DestaDesta
formaforma osos bancosbancos dede memóriamemória sãosão compostoscompostos dede
apenasapenas umum módulomódulo DIMMDIMM aa nãonão serser quandoquando
usamosusamos aa técnicatécnica dede “Dual“Dual--channel”channel”..
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória

•• AtualmenteAtualmente existemexistem 33 formatosformatos dede módulosmódulos
DIMMDIMM nono mercadomercado:: DIMMDIMM dede 168168 viasvias ((8484
contatoscontatos emem cadacada lado),lado), DIMMDIMM dede 184184 viasvias ((9292
contatoscontatos emem cadacada lado)lado) ee DIMMDIMM dede 240240 viasvias
((120120 contatoscontatos dede cadacada lado)lado).. OO DIMMDIMM 168168 éé
compostocomposto normalmentenormalmente porpor memóriasmemórias comcom
tecnologiatecnologia SDRAM,SDRAM, oo DIMMDIMM 184184 usausa memóriasmemórias
comcom tecnologiatecnologia DDRDDR ee oo DIMMDIMM 240240 usausa
memóriasmemórias comcom tecnologiatecnologia DDRDDR22..
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória

•• SODIMMSODIMM

–– OO FormatoFormato SODIMMSODIMM éé usadousado emem notebooksnotebooks ondeonde
oo espaçoespaço ocupadoocupado porpor umum módulomódulo DIMMDIMM seriaseria
muitomuito grandegrande.. SODIMMSODIMM vemvem dede SmallSmall OutineOutine
DIMM,DIMM, ouou seja,seja, umum DIMMDIMM numnum formatoformato menormenor..
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória
•• RIMMRIMM (( RambusRambus InlineInline MemoryMemory Module)Module)

–– UmaUma característicacaracterística marcantemarcante dosdos módulosmódulos RIMMRIMM éé oo
fatofato dede eleseles possuírempossuírem umum dissipadordissipador metálicometálico
envolvendoenvolvendo osos chipschips dede memóriamemória.. IstoIsto ocorreocorre
porqueporque estesestes chipschips trabalhamtrabalham emem velocidadesvelocidades dede
clockclock muitomuito altasaltas ee geramgeram calorcalor..
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória
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Tecnologias e formatos de Tecnologias e formatos de 

módulos de memóriamódulos de memória
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Arquitetura “SingleArquitetura “Single--Channel” e Channel” e 

“Dual“Dual--Channel” Channel” 

•• SingleSingle--ChannelChannel::
–– ÉÉ aa formaforma dede comocomo aa northbridgenorthbridge sese comunicacomunica ee
controlacontrola aa memóriamemória RAMRAM atravésatravés dede umum conjuntoconjunto

dede sinaissinais chamadochamado dede MemoryMemory BusBus ouou BarramentoBarramento
dede MemóriaMemória..
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Arquitetura “SingleArquitetura “Single--Channel” e Channel” e 

“Dual“Dual--Channel”Channel”
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Arquitetura “SingleArquitetura “Single--Channel” e Channel” e 

“Dual“Dual--Channel”Channel”

•• DualDual--ChannelChannel
–– OO northbridgenorthbridge sese comunicacomunica comcom aa memóriamemória atravésatravés dede doisdois

barramentosbarramentos dede memóriamemória completamentecompletamente independentes,independentes,
cadacada umum comcom 6464 bitsbits dede larguralargura..

–– AA arquiteturaarquitetura “dual“dual--channel”channel” dependedepende dodo chipsetchipset dada placaplaca--
mãemãe;;
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Arquitetura “SingleArquitetura “Single--Channel” e Channel” e 

“Dual“Dual--Channel”Channel”
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Arquitetura “SingleArquitetura “Single--Channel” e Channel” e 

“Dual“Dual--Channel”Channel”
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Arquitetura “SingleArquitetura “Single--Channel” e Channel” e 

“Dual“Dual--Channel”Channel”

•• Para a arquitetura “DualPara a arquitetura “Dual--Channel” funcionar Channel” funcionar 
devemos colocar módulos iguais nos encaixes 1 devemos colocar módulos iguais nos encaixes 1 
e 3 (“azuis”). Se quisermos aumentar a memória e 3 (“azuis”). Se quisermos aumentar a memória 
e continuar com “Duale continuar com “Dual--channel” temos que channel” temos que 
preencher os encaixes 2 e 4 com módulos iguais. preencher os encaixes 2 e 4 com módulos iguais. 
Se colocarmos módulos iguais nos encaixes 1 e 2 Se colocarmos módulos iguais nos encaixes 1 e 2 
(ou 3 e 4) as memórias funcionarão no modo (ou 3 e 4) as memórias funcionarão no modo 
“single“single--channel”. channel”. 



23

ExercíciosExercícios

•• 1 1 –– Descreva as características de cada tipo de Descreva as características de cada tipo de 
encapsulamentoencapsulamento do chip de memória.do chip de memória.

•• 2 2 –– Qual o chip que controla a memória e qual controla Qual o chip que controla a memória e qual controla 
o barramento?o barramento?

•• 3 3 –– Quais os tipos de módulos de memória já Quais os tipos de módulos de memória já 
fabricados?fabricados?

•• 4 4 –– Descreva as características de cada modulo de Descreva as características de cada modulo de 
memória.memória.

•• 5 5 –– O que significar trabalhar com arquitetura O que significar trabalhar com arquitetura DualDual--
ChannelChannel..
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